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证券代码：605358               证券简称：立昂微             公告编号：2021- 083 

 

杭州立昂微电子股份有限公司 

关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 增资对象：金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称“衢州金瑞泓”） 

 增资金额：杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司“）拟使用募集资金62,778

万元向子公司衢州金瑞泓增资。其中41,301.32万元作为新增注册资本，21,476.68万元计入资

本公积金。 

 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可【2021】2740号），公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股

56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，募集资金总额人民币5,199,999,934.36元，

扣除各项发行费用47,816,660.01元后，募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。中汇会

计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中

汇会验[2021]7259 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，

公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协

议。上述募集资金已于2021年10月8日全部转至公司指定的本次募集资金专户内。 

二、募集资金使用情况 

根据《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》披露的募投项目及

募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下

项目： 
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序

号 
项目名称 

建设 

地点 

投资金额

（万元） 

使用募集资

金（万元） 

1 
年产 180 万片集成电路用 12 英寸

硅片 
衢州 346,005.00 228,800.00 

2 
年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯

片技术改造项目 
杭州 80,259.00 78,422.00 

3 
年产 240 万片 6 英寸硅外延片技

术改造项目 
衢州 66,101.00 62,778.00 

4 补充流动资金 - 150,000.00 150,000.00 

合计  642,365.00 520,000.00 

 

三、使用募集资金对子公司增资情况 

1、增资的主要内容和增资价格 

为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州金瑞泓增资，用

于募投项目“年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目”的生产建设。公司对衢州金瑞泓的增

资价格为经坤元资产评估有限公司于2021年10月9日出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟

进行增资涉及的金瑞泓科技（衢州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤

元评报[2021]654号），所对应的衢州金瑞泓每元注册资本的企业价值，为1.52元/每元注册资

本。衢州金瑞泓公司现有股东衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙）确认放弃同比例参与衢

州金瑞泓本次增资。 

综上，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州金瑞泓增资，增资价格为1.52元/每元注册

资本，其中41,301.32万元作为新增注册资本，21,476.68万元计入资本公积金。本次增资前及

增资完成后，衢州金瑞泓的股东及股权结构情况如下：  

股东 
增资前 增资后 

出资额 
（万元） 

占比 
出资额 

（万元） 
占比 

杭州立昂微电子股份有限公司 20,000 68% 61,301.32 86.65% 

衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙） 9,450 32% 9,450 13.35% 

合计 29,450 100.00% 70,751.32 100.00% 

本次增资完成后，公司将直接持有衢州金瑞泓 86.65%的股份，持股比例进一步提高。 

2、决策程序 

本次增资事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。根

据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增资事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东

大会审议批准。 
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四、本次增资标的基本情况 

1、企业名称：金瑞泓科技(衢州)有限公司 

2、企业类型：其他有限责任公司 

3、公司地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路 52 号 

4、注册资本：29,450 万(元) 

5、法定代表人：王敏文 

6、经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器

件的研发、生产和销售；集成电路设计；新材料技术研发、技术转让、技术咨询；计算机软件

技术开发；电子产品研发；数据处理服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取

得许可证的凭许可证经营）。 

7、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，衢州金瑞泓

总资产为 1,579,697,950.45 元，所有者权益为 343,845,570.41 元，2020 年度实现营业收入

537,176,523.33 元，净利润 53,533,275.86 元。 

 

六、本次增资对上市公司的影响 

本次增资后，公司将持有衢州金瑞泓 86.65%的股份，公司持股比例进一步提高。本次增

资系按计划推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司的本次增资符合公司

主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。 

 

七、本次增资的相关核查意见 

1、监事会意见 

经核查，公司监事会认为：本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施

主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，

有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。监事会同意公

司使用募集资金对子公司增资。 

2、独立董事意见 

公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见：本次对控股子公司增资是基

于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途
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等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合

募集资金使用安排。独立董事同意公司使用募集资金对子公司增资。 

3、保荐机构核查意见： 

该增资事项已经立昂微第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意

见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司

章程》的有关规定。本保荐机构对上述增资事宜无异议。 

 

特此公告。 

 

                              杭州立昂微电子股份有限公司董事会 

                                      2021 年 11 月 6 日 

 


